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摘要(译)

描述了一种集成的多功能传感器，移动集成传感器装置和过程，其包括
传感器，其中传感器主要用于除电极之外的第一目的。在一种实施方式
中，集成多功能传感器包括配置为传感器和第一电极的多功能传感器，
该多功能传感器包括耦合到传感器的第一侧的盖子，其中盖子包括半导
体材料，以及模拟装置连接到盖子;其中多功能传感器被配置为耦合到从
第一电极和第二电极接收健康信息的控制器。在一些实施例中，集成多
功能传感器可包括集成光学传感器。在一些实施方案中，第二电极可位
于移动集成传感器装置中的其他位置且完成差分电路。
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